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Datoru demontaZza, iespiedplasu nonemsana no tiem, SkiroSana péc pozicijam, svérsana, sasmalcinaSana uz
dezintegratora, SkiroSana pec frakcijam.

Raksta sagatavosana pec izpildito darbu rezultatiem.

Izpetiti elektroniskos 1Giznos (dalinu izmérs <0,09 mm) skiduma esosie dargmetali (Au, Pd), krasainie
metali (AL, Cu, Pb, Sn, Ni, Ti, Co), ka arT elektrolitu pareja kinétikas skiduma, kas satur Fe, Cr un Mn
salsskabi (Chci = 6M) pie mainstravas blivuma i = 0,88 A/cm2. Metalu elektrokimiskas izskalo$anas
apstaklos no elektroniskajiem ltizniem tika pétitas briva hlora koncentracijas izmainas elektrolita Skiduma.
Darbi tika veikti kopa ar RTU.

Tika péetita salsskabes koncentracijas (diapazona no 2 lidz 8 mol/l) ietekme uz elektrolita Skiduma
dargmetalu un krasaino metalu elektroktmiskas izskaloSanas efektivitati no luzniem, kas satur ~ 5 mas. %
nevadosas frakcijas. Darbi tika veikti kopa ar RTU.

Tika pétita stravas bltvuma (no 0,6 A/cm?2 lidz 0,9 A/cm?2) ietekme uz dargmetalu un krasaino metalu
izskaloSanas pakapi no izejmateriala frakcijas (d < 90 pm) elektrolita $kiduma (Cnci = 6M). Darbi tika
veikti kopa ar RTU.

Kopa ar RTU tika gatavoti $kidrie paraugi péc modeleksperimentu procesiem, lai veiktu metalu
kvantitativu noteik$anu elektrolita Skiduma ar induktivi saistitas plazmas optiskas emisijas spektrometrijas
(ICP-OES) metodi.

Tiek gatavots patenta pieteikums pan€mienam c€lmetalu un krasaino metalu izskaloSanai no otrreiz&jam
izejvielam.

Detalu izgatavosana eksperimentalai elektrokimiskai $tinai ar diviem nonemamiem grafita elektrodiem un
elektrolita tilpumu 5 litri.
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